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Esta invencifn se refiers a unn composicién de me-
teria adecuada como capa receptiva de tinta de una placa impre~
sora presensibilizada, y a la placa impresora y & otres aplica-
ciones de este modo proporoionadds.

Larson, en la Patenie nortetmericana 3.136.637,
describe una placa litogréfice presensibilizada teniendo una ca-
pa de resina diazoica sensible a la luz sobre la que hey una ca-
pa de resina organofilica tpansmisora de radiaocibén actinica,

La exposicién de sesta placa insohdilize la resine diazoica impre~
sionada por la luz, El revelado de la place se realiza mediante
la separacién de la resina diazoica no impresionada por la luz

y su capa de resina organofilica superpuesia. Para gSepaTar Se-
lectivamente la resina diazeica no expuesta, se requiere i pri~
mer lugar un revelador gque, tem répido como sea posible, (1) pue-
da penetrar sin disolver la capa de resina organofilica con 3l
fin de llegar hastae la capa dlazolca ¥ (2) pueda disolver la re-
sina diazoica no expuesia subyacente. Una vez que se ha disuel-
to la resina diagoica no expuesta, 1a resina organofilica super-
puesta a la resina diazolca disuslta puede separarse mediante

un ligero raspade o por acci6n de frotamiento.

Sin embargo, los reveladores que pueden cumplir
esta doble funcién asblendan inevitablemente toda la capa ds Tre-
siéa organofilica. Una vez oliminada la resins diazolca no expues—
ta mediante el frotamiento ffsico de la superficie de la place,

no solo se separa la capa de resina organofilica superpuesta,
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sino que, a veces, se separa también parte de la resina orga-
nofflica que cubre a la resina diazolica expuesta, debido al
estado completamente ablandado de la resine organofflica, Esta
pérdida de resina organofllice en zonas don imagen supone, des-
de luego, una pérdida en la vida de impresifn y en la nitidez
de lz imagen en las copias producidas con tal placa,

La presente invencifén incorvora la vesi-~
na diazolea y la resina organofilica en una capa tnica, eviiando
de esa forma el empleo de un revelador gue pueda penetrar la
capa de resina orgfnica, lo que produce los problemas antes
mencionados, Asf, en una realizacién, esta invencién propor—
clona una composicién oledfila organofilica adecuada como su~
perficie receptiva de tinta para placas impresoras y para oiros
usos, comprendiendo una mezcla de unz resina de poliamida y una
resina dlazoica sensible a la luz, solubles mutuamente, presen—
tes en proporciones suficientes para proporcionar un recubrimien—
to seco que comprende, por lo menos, 50% en peso de dicha resina diz
zoica ¥ no més de aproximadamente 50 en peso de dicha resina
de poliomida. Generalmente, el recubrimiento seco comprende una
proporcidén principal de resina diazoica y una pequefia proporcitn
de resina de poliamida, con preferencla desde mds de aproximsda—
mente 50% hasta aproximedamente 90% de resina diazoica y desde
10¢ hasta menos de aproximadamente SQ% de resina de poliamida.
Lo m4s preferiblemente, lag propbrciones de la mezcla son tales

que &l recubrimiento seco comprende desde aproximadamente 6%
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hasta aproximadamente 70% en peso de resina diazoica y desde apro-
ximademente 306 haste aproximademente 40 en peso de resine de
poliamida,

En otra realizacidn, se¢ proporciona una
nlaca impresora que comprends un substrato estable dimensional -
mente que tiene una superficis hidréfila, pasivada y un recubri-
miento sobre dicha superficie de una composicibén organofilica,
hidréfoba, que comprende una wmezcla homogénes compuesta de un2
resina diazoica y una resina de poliamlda mutuamente solubles,

estando presentes dicha resinaz diazoica y dicha poliamida en
las cantidades indicadas anteriorments,

Las composiciones organofflicas de la
descripeoién anterior se hz encontrado que son tenaces, resistzn-
tes a la ebrasibn y de una resistencia mejorads a los efectos
degradantes del calor y de la humedad. M4s afn, se ha encontra-
do gue tales composiciones cuando estén presenies como un re—
cubrimiento sobre la superficis de una placa impresora pueden
revelarse por medios que atacarin sustancialmente con exclusi-
vidad sblo las porciones no expuestss de ella sin ablandar o

debilitar las porciones sxpuestos.
D

resinas diazoicas sensibles a lz luz y resinas de pelicmide co-
mo recubrimientos organcfilicos para placas impresoras en las
natentes norteamericanas 2,826,501 (Hodgin) y 3.201,247 (Leo-

nard), Sin embargo, ambas patentes indican que los constitu-
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Yentes del compuesto de recubrimiento deben estar presentes

en ciertas proporciones critlicas, siendo la proporcién de re-
eina dlasoica a poliamids aproximadamente 1 a @ en peso, res-
pectivamente, Esto debe contrastarse con la composicién ds la
presente invencién que requiere una cantidad mayor de resina
diazoica con relacifn a la resina de poliamida. M4s atil, mien—
tras que las patentes anteriores describen una aplicacisn para des-
pués del revelado de unz emulsién de laca, la composiciéa de la
Presente invencién proporciona una placa impresora lista para
imprimir completamente exenta de la necesidad de tratamien—
tos de revelado posterior,

Substratos adecuwados para la composicién
de esta invencién incluyen papel, peliculas de rolimeros, ts—
les como poliésteres, por ejemplo poli(acetato de vinilo),
tejidos tales como sedz, metales tales como ¢inc, cobre, alu-
minio, y vidrio. Antes de la aplicaci6n de la composicién de
recubrimiento 2 la superficie de un substrato de ese tipo con
fines litograficos, es normalmente necesario pasivar la su-
perficie para evitar cualquier interaccitn perjudicial entre
la superficie y la resina diazoica. Tales tratamientos de pa-
sivado pueden favorecer también un enlace firme entre las POT~-
ciones del recubrimiento expuestas a la luz ¥ el substrato,
¥ pueden ayudar también 2 proporcionar una superficie hidr6fila
durante el proceso de impresién, El tratamiento de silicato

descrito en la patente norteamericana 2,714,066 de Jewett y
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¥y Case, os el itratamlento de pasivado preferido para subsira-—
tos metélicos. Se describen otros tratamientos de pesivado en
la patente norteamericana 2,946,638 (hexchalogsnuro de zirco-
nio), en la petente norteameriocana 3,201,247 (tratamiento con
fosfomolibdato) y en la patente norieamericana 3.148.984, B las
patentes norteamericanas 3,161,517 y 3.196.785 se describen re-
cubrimientos adecuados para lograr el mismo fin,

Las resinas de poliamida adecuadas en
la préotica de esta invencién son materiales ole&?ilos, hidr6-
fobos, que son tenaces, flexidbles y resistentes a la sbrasién.
La resina de polizamida debe ser soluble mutuamente con la resina
diazoica. Se entiende por solubilidac mutua al hecho de que la resina
de poliamide y la resina diazoica sensible a la luz son tanic
una como otra solubles en un medio o sisteme comfn, que puede
ser wn ingrediente, o wna mezcla de ingredientes, que permitar
2 los dos componentes ser aplicados a un substrato para producir
un recubrimiento homogéneo después del secado. Se prefie~
ren las poliamidas solubles en aleohol, Los disolventes ade—
cuados incluyen alcoholes aliffticos inferiores (C;-Cg), mezclas
de ellos con agua o hidrocarburos clorados, alcohol bencilico,
aleohol furfurflico, 4cido fémmico y fenol., Se prefieren copo-
lImeros de caprolactama, la sal de hexametilendiamina del 4ci-
do adfpico, y la sal de hexametilendiamina del &cido sebécico.
Tales copolimeros que se encuentran en el comercio bajo las
marcas registradas Elvamide 8061, 8062 y 8063, son solubles en

alcohol, claros, incoloros, transparentes, tenaces, flexibles,

204,72 -6 -
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resistentes a la abrasibn, resistentes al medio ambiente y
tienen lag sigulentes propiedades fisicas:

ELVAMIDES (merca registrada)

Método
5 ASTH 8061 8062 8063
Punio de Fusifn -
TFisher Johns D 789 149-~1602C 141-1492¢C 15790 7
Peso molecular 20,000 20,000 20.000 .
Densidad 22,79C D 742 1,08 1,08 1,08
10 Absorcitn de . o
agua % 24 horas D 570 2,0 2,3 3,0
Dureza Rockwell D T85 R 83 R 45 R 14
Resistencia a -
la traccién
15  22,7¢¢C D 638 518 kg/om2 350 kg/em2 21T kg/cxm2
Alargamiento
22,7%C D 638 3004 300% mayor que
650%
Lz Elvamide 8061 (marca registrada) presenta una
20 tenacidad y una resistencia a la bragion superiores, la Elvamide
8062 (marca registrada) tiene una flexibilidad superior, pero en
la préctica de esta invencién se prefiere la Elvamide 8063 (marca
Tegistrada), debido 2 que su estabilidad en solucién es superior.
Las resinas diazoicas para mezclar con la resina
25 de poliamida son materiales sensibles a la luz, insolubles en agua.
20.4.72 -7~
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Las reginag diazoicas deben ser solubles en un disolvente comdn,
esto es, solubles mutuamente con la resina de poliamida, para
asegurar una mezcla Intima y homogénea en €l recubrimiento final,
La preparacibnt de resinas diazoicas adecuadas se desoribe en la
Patente norteamericana 2,714,065, Bjemplos de sales adecuadas del
producto de condensacién del paraformaldehido y la p-diazodifeni-
lamina incluyen las sales de fenol, 4cido fluorocaprilico y los
&cidos sulfbnicos sigulentes: Scido itriisopropil-naftalen~sulfd-
nico, écido 444~bifenildisulfénico, dcido 5-nitro~orto-tolusnsul-
fénico, fcido 5~sulfosalicflico, fcido 2,5-dimetil-bencenosulfs-—
nico, fcido 2-nitrobencenosulfdnico, £ecido 1,3,6-naftalentrisul-
fonico, &cido 3~clorobencenosulfénico, 4dcido 3-bromobencenosulfé-
nico, fecido l-butanosuliénico, £cido 2-cloro-5-nitrobencenceri-—
fénico, &cido 2,4~dinitrobencenosulfénico, &cido 2-fluorocapri~
lico-naftalensulfénico, fcido fluorocaprflico-sulfénico, 4ecide
4-nitrobencenosulfénico, &cido 2,5-diclorcbencenosulfénico, Lci-
do 2,4—dimeti1bencsnosﬁlf6nico, 4cido l-naftol-5-sulfbnico, ¥y
&cido paratoluensulffnico, Una sal diazoica preferida es la deri-
vada del producto de condensacién del paraformeldehido y de la
p—-dizzodifenilamina y del dcido triisopropil-naftalensulfénico,
Aldemés de la resina diazoica y la re~
sina de poliamidz, la composicién del recubrimiento puede ine
cluir uno o mis aditivos que pueden recubrirse a partir del
mismo disolvente empleado para las resinas diazoicas y de polia-

mida, Son aditivos preferidos los colorantes solubles en alcohol

20,4,72 =8 =

FC



que proporcionarsn un contraste visible entre las zonas impresio-
nadas por la luz y las zonas no impresionadas por la luz de la
placa expuesta y entre lag zonas de iﬁagen impresionadas por la
luz y la supsrficie pzsivada de la base litogrdfica de la placa

revelads, Los colorantes adecuados que pueden incluirse como

(&)

parte de la solucibn de recubrimiento con las resinas diazoicus
y de poliamida incluyen Orascl azul marino 2EB, violeta de'méti—
lo, rojo Congo y azul Feozapln BASF HFL. Tales colorantes pueden
egtar presentes en una cantidaé suficiente para dar un colé{l

10  +izible por exposicién de la placa litogréfica; generalmentéfﬁag
ta aproximadamente f partes por cien partes en peso basadas éﬁ
el peso geco de la capa organofflica. Se obtiene alguna mejora en
la resistencia a la abrasicn por la adicifn a la composicibn,ie
recubrimiento ds materizles organofflicos, ftales como resinac

15 epoxidicas, poli(clozufo de vinilo), cloruro de vinilideno,
poli(acetato de vinilo), etilcellosolve ¥ butirato—ace@ato de
celulosa, siendo preferido este dltimo., El butirato-acetato de
celulosa preferido se encuentra bajo la marce reglstrade EAB 272-20
de la Eagtman Chemical Products. Se ha demostrado que son adecua-

20  dzs centidades de aditivos resistentes a la aﬂasién hasta apro-
ximadamente 7-8, preferiblemente hasta 5, partes por cien partes
en peso basadas en el peso seco de la capa organofilica,

La capa organofilica se presenta como

unz capa fnica superponiendo el subsirato litogrifico que es hidqg

' 25 f£ilo y est4 pasivado para evitar una interacciln perjudicizal con

20,4472 -9 -
FC

i M



10

15

20

25

la capa organofflics, espeoialmente la resina diazolca de

ella, La capa organofflica se aplica como una solucién al
substrato y el disolvente se separa mediante secado, bien

en condiciones ambiente, o bien a temperaturas elevadas, o bien
2 presiones reducidas, o bien en cormbinaciones de &stas elegi-
das para no ser perjudiciales a la resina diazoica. Un siéw
tema de disolvents preferido es unaz mezcla l:1 en peso de
2-metoxietanol y n-vropanol, Se incluyen 2-metoxietanol.ms
tanol, diclorometano-metanol, alcohol bencilico, y metanol.-
agua, entre otros,

En términos generales, la vida de ip-
presién de le placa litogrdfica es proporcional zl peso 4de
recubrimiento seco. Pesos de recubrimiento ds 220-330 mg/inE
son adecuados para asegurar wie vida de impresibn de 5-
10,000 copias, Un recubrimiento tan ligero como de 100 mg/hlE
proporcionard una placa cepaz de 5.0C0 copias cuando se lle-
va a cabo un cuidado razonable para mantener una prense lim-
pia y bien ajustada. Pueden usarse pesos de recubrimiento més
olevados de hasta verios cientos de mg/m® con un aumento con-
siderable de exposicién cusndo se requiere una vida de impre—
sién mucho més larga.

EX revelado de la placa de esta in-
vencién so llevae a cabo poniendo en contacto la placa expues—
ta con un medio revelador comprendiendo una solucibén acuosa

de un agente humectante., Un medio revelador preferido es una

20.4,72 - 10 -
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solucibn acuosa de Duponol ME (marca rogistrada de la sal'sﬁdica
del sulfato de alcohol laurflico t&cmico), Conforme ala concentra-~
citn del agente humectante aumenta, el tiempo de revelado dismi-
nuye. Por encima de una cierta concentracifn, generalmente apro-
ximadamente del 8% en peso en el caso del Duponcl ME, hay ren—
dimientos decrecientes con relacifn a la velocidad de revelédqé,
Mis afn, la formacién de espuma y geles aumenta con el increasnio
e la concentracibn de agente humectante, Un margen de concensra—
cibn de agente humectante adecuado es desde 0,005 % hasta 3q2;rcon
preferencia 0,55 hasta 30f, y con mayor preferencia 4% a & e@rpeso
basado en el peso tdtal del revelador. Lz separacibn completa‘del
recubrimiento ole6filo no expuesto (mezcla de las resinas dg'ﬁpliami-
da y diazoica) se presenta entre 15-20 segundos sin ninglin stecto
adverso sustancial sobre las porciones expuestas del recubrimieato.
BEsto ests en coniraste con otras placas impresoras que tieren una
superficie de poliamida y el revelador empleado en conjuncién con
ella, El revelador para el recubrimiento poliamida~diazoice des—
crito en las patentes norteamericanas 2,826,501 y 3,201,247 antes
mencionadas, que consiste de N,N~dimetilformamida y.alcohol furfu-
rflico y una cantidad menor de 4cido cfirico, disuelve casi el 506
del recubrimiento expuesto en los 5 segundos requeridos para se—
parar - las zonas no expuestas para revelar la imagen. En contras~
te, 1la combinacién de la placa y del revelador preferido de solu-
oifn zcuosa de agente humectante de esta invencibn, permite la se-

paracién completa de las zonas no expuestas sin separacitn de zo-
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nes expuestas o con una separacidén sustancialmente pequella,

Otros agentes humsciantes . (detergentes
y emulsicnantes) que pueden usarse en formd de soluciones acuo=-
sas para revelar la placa de esta invencifn incluyen Alconox (mox-
ca registrada de un alcoohil-laurilsulfato sédico), octilsulfa-
to sédico, sal aménica de laurilsulfato, xilensulfonato de tn—
dio, Duponol LS (marca Tegistrada para una mezcla de sulfaios ds
sodio de cadena larga), Salvo Leundry Soap (marca registrada),
Soy Dome Hand Cleaner (marca registrada), y le sal monosbdica
de la N,N-dihidroxietilglicine, Los reveladores de la lista an-
terior son gemerzlmente m&s lentos que la sal s@dica del sulfa-
to de alcohol laurflico preferida, y en la mayorfa de los ca-
sog separardn parits de las zonas expussias (por ejemplo, hasto
aproximadamente 105 en peso) del recubrimiento oleéfilo poliamifda~
diazo, ast como también de las zonas no expuestas, aungue mue '
cho menos de lo que se separa por el revelador descrito en la
patente norteamericana 2,826,501,

La capacidad para revelar con soluciones
acuosas de agentes humeclantes es sorprendenta en que la mezcla
de resinas de poliamida=diczoica es insoluble en agua entes de
la etapa de exposicidn, aungue no obstente despuds las zonas no
expuestas pueden separsrse completamente mediante reveladores
acuosos como los degcritos en esta memoria,

Como resultado de las capacidades de re—

velado de la place impresora de esta invencién, se consiguen 1iI-

120.4.72 w 12 =
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miteg definidos, claros y regulares entre las zonas de imagen
¥y ro imagen. Siendo el revelado un fenfmeno de solubilidad en
unz escala molecular como opuesto a un ablandemientio de la capa
de imagen, se obtienen reseluciones extremsdamente elevadas, di-
9 solviendo la resina diazoica expuesta gubyacente y removiendo fi-
gicamente la capa de imagen superpuesta, Se han obtenido més de
2,090 1liness por centfmstro, un grade de resolucién gue exceﬁéJ
en mds de tres veces al que se considera normalmente para impri-
mir en papel de calidad media, Ademfs, debido & la presencis de
10  un porcentaje elevado de la resina diazoica fuertemente oledfiia,
6s posible extender la tinta mds suavemente y por igual, lo cual
no solamente proporciona una calidad excelente de copias, sino
que permite una flexibilidad mayor en las formulaciones dettm: ’
tas, '
15 Paras ilustrar mejor la invenci6n se hace
referencia a los dibujos adjuntos en lqsréués
la FIGURA 1 es una vista en alzado de un
corte transversal de la placa litografica de esta invencidn sntes
de exposicifng
20 1a FIGURA 2 es la placa de la Figura 1 des-
pués de exposicidn; y )
1a FPIGURA 3 es la placa de la Figura 1 des~
pués de revelado,

Con referencia a la 'Pigura 1, se muestra

25 una placa litogréfica 1 teniendo wna base 3 que lleva una super—
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ficie tratada al siliczto 5 sobre la gue estéd una capa super-
ficial 7 que contiene, entre otros, una resina diazoica estaw
ble, insoluble en agua, sensible z la luz y una resina de poliae
pida como se deseribe en este memoria, y un colorante que hace
visible el modelo de la imagen con el revelado.

n la Pigure 2, las zonas § de la caypa
superficial 7 han sido expuestas & la luz a través de una irong-
parencia o un patrdén para estarcir provocands que la regina dlu~
zoica en las &reas 9 reaccione para hacerse insoluble, Como odx:-
secuencia, lag zonas 9 también llegan a hacerse firme mente adheren
tes a la capa de silicato § de la placa 1, En las zonas regtantes
no expuestas 11 de la capa superficial 7, la resina diaszoica per-
manece sin reaccionar y las zonas 11 son separables mediante un
medio revelador acuoso como se define en esta memoria.

Con referencia a la Figurz 3, la placa 1
se ha revelado para separar las zonas no expuestes 11 fuera de 1la
capa de silicato 5. la cepa de silicato 5 es hidréfila y olebio-
ba. Lag Sreas 9 de la capa 7 sobreviven al revelado. Debido al
carfcter olebfilo e hidr6fobo de las zonas 9, acepiarin la tin-
ta oleosa de acuerdo con los principios litogra&ficoes convencio—
nales. La placz 1, tal como se presenta en la Figura 3 esté
ghora lista pars la prensa litogré&fica,

Log ejemplos siguientes son ejemplos
ilustrativos, no limitativos de la invencibn, la concentracidn

de todes las soluciones de recubrimiento, o las composiciones,

20,4.72 -1 -
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ingredientas:

Diazoicas producto de condensacibn 1,26 g (63% de s&é-ff
de paraformaldebido y 1idos)
triisopropilnaftalensulfo

10 nato de p-diazodifenila=-
mina
Poliamide, Elvamide 8063 DuPont 0,50 g (25% de s6-
(marce regisirada) lidos)
Butirato-acetato de celulosa (CAB) 0,10 g (5% de S6-
15 (Bastmen 272-20, marca registrada) lidos) '

Azul marino Orasol 2FB 0,14 g (7% de s6li=

dos)

Alcohol n=-propilico 49 gramos

2-metoxi~etanol 49 gramos

TOTAL SOLUCION DE RECUBEIMIENTO 100,00 gramos
7 Por conveniencia y pare asegurar que los
ingredientes s6lidos estfn en solucién, cada sb6iido se prepara,
almacena y emplsa como una solucifn madre:
20.4.f2 _ - 15 -

se basan en ol peso del material en gramos disueltos por 100
& de peso %otal de solucién,
EJEMPLO 1
Se prepar6 una solucién de recubrimien-

to al 2% en sblidos, que tenfa las sigulentes proporciones de

FC
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Digolvenie S6lidos Gramos de =8lido por

% 100 gramos de solucifn
madre

Diazoica 2-metoxietanol 5 5
Poliemida 2lcohol n-pro

pilico 5% 5
CiB 2-metoxietanol 104 10
Azul marino
Orasol 2-metoxietanol  10% 10

Durante la preparacién de la solucién de-
recubrimiento todos los ingredientes se mantienen a 50¢C y las adi=
ciones se hacen con une agitacifn suave para evitar la precipitacién.
Se afladen a 25,2 gramos de solucifén madre diazoica, 1,0 gramo
de solucifn madre de CAB y 1,4 gramos de golucifén madre de azul na-
rino Orasol., Pars completar la solucibn de recubrimiento se afaden
2?,90 gramos do 2-metoxietanol, 39,5 gramos de n-propanocl y, final-
mente, 10,0 gremos de poliamida, La solucifn de recubrimiento se
filira a través de un filitro de une micra y se transfiere 2 un de~
pbsito de recubrimiento con ventilacién adecuada,

A continvacidn ze recubre unz construccién
de placas presensibilizadas fommada continuamsnte bajo luz amorti-
guada de longitud de onde 2marilla con la solucibn de recubrimiento
proparade previaments, La construccibén de placa presensibilizada se
fabrica continuamente de acusrdo con €l ejemplo espescifico de Jewebt

y Case de lz patente norteamericana némero 2,714,066, Brevemente, tal

20.4.72 e 16 -
rC



10

15

20

25

estructura de placa litogrdfica se preparz limpiando una plencha
de aluminio de superficie lisa, de 0,09 mm a 0,30'mm de espesor,
con fosfato trisbdico, seguldo pér un tratamiento con solucitn de
fcido nftrico y enjuagado en agua. la plancha se trata a continua-
cifn con una solucifn de silicato soluble en agua (silicato s6di=
co) y se lava para dejarle limpia de cualquier material remanente
soluble en agua, La armadura continua de aluminio se recubre enton-
ces pasindola alrededor de un rodillo inmerso parcialmente en la
solucién de recubrimiento antes descrita a una velocldad de la ar-
madura de aproximadamente 180-210 cm por minuto. La temperatufg
de la solucibn de recubrimiento en el depdsifo se mantlene a‘apro—
ximadamente 20%C, :Se aplica un peso de¢ recubrimiento.sseco de
aproximadaments 330’mg/h2, el peso exacto de recubrimiento aplica-
do ests determinado por lz velocidad de la armadura; la temﬁeiatu-
ra de la habitacién, y la viscosidad de la solucifn de recubri-
miento, -

La armadurs recubierta, recublerta prin-

cipalmente por la parte superior, se secd a continuacién con aire

haciendo pasar la armadura a lo large de una cubierta ventilada.

A temperatura ambiente normal el exceso de recubrimiento se seca
en egcasos minutbs. Bajo luz amortiguada la armadura asi prepa-—
rada se corta a acontinuacién a troquel a tamallos normalizados

de placa y se envasa en recipientes impenetrables a la luz, en
log que son enviados a los clientes. Toda la operacifn se llewva a

czbo bajo luz amortiguada,

2044472 : - .17 -
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El cliente para usar la placa separa la misma de su

envase bajo luz amortiguada y expone entonces la pleca a luz actini-

‘ca a través de un negativo fotogrifico o un patrbn para estarcir, Las

condiciones de mansjo de le placa dehen ser log mismas que para
cualquier oira placz metélica, Es caracteristica de esta construcciln
una mejora sustancial sobre las placzs impresoras existentes, en re-
sigtencia al calor, por ejemplo, a 60°C durante varios dias, @ Ja
humedad, y a la formacién de halos, La placza puede frotarse para
limpiarla de humedad. Daspués de la exposicifn, la placa no se afec~-
ta virtualmente por el calor, por ejemplo a 60°C durante varios dias,
a la humedad, o a las huellas dactilares, la forma de exposiciln es
la misma que la deserita en la patente norteamericana ndmero
2.714.066 de Jewltt y Case. Por ejemplo, la exposicidn de la placa
s un arco ds carbén a 140 amperics a una distancis de aproximada-
mente 135 cm durante wn tiempo de desde 1,5 a 3 minutos proporcio-
na una exposicién adecnada para la resine dlazoica sensible a la
luz.

Despuss de la exposicién se vierte libremente so-
bre la superficie de la placa una solucibn acuosa de tratamiento

de la siguiente composicidns

20:4.72 ‘? 18 b
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Solucibn reveladora gPorcentaje en Eeso!

Hy0 89
Duponol ME (marca regis- ,
trada) 8
5  Formaldchido (37%) 0,8
Acido Tartdrico 0;425
Fitrato Magnésico 1,%75

La formacidn de espuma del revelador pueds
controlarse medisnte 1la adicibn de 0,5 en peso de un degespumap;-
10  teo de silicona que se encuentra bajo la marca registrada SAG 4;70
Anti-Foam, Después de algunos segundos es posible la separaﬁic;n :
de todas la zona sin imagen simplemente mediante la aplicacién
de una goma o enjuagando la mezcle oon agua de la superficie
de la placa, |
15 Despuds del revelado, la placa estéd entorices
lista para ser montads en la prensa. Si se observa una demurs. antes
de ponerle en funcionamiento, toda la superfiocle de la placa debe
entonces tratarse limpisndola a fondo con una solucidn acuosa de
goma; por ejemplo con una solucibn en agua ligeramente acidifica-
20 da de goma arébiga que protege la superficie de aluminio tratada
con silicato subyacente en las zonas sin imagen. Antes de usarlas,
la placa se limpia con agua que separa la goma aréfbiga. Sin nin-
glin tratamiento posterior se monta a continuacifn la placa en una
prensa litogr&fica convencional "offset" para imprimir.

25 Antes de la exposicién, la superficie de la

20.4.72 - 19 -
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placa tiene un color verde-amarillento debido 2 la presencia de la
resina diazoioa sensible 2 la lug y al colorante, Despubs de la ex-
posicién, las zonas atacadas por la luz tienen ahora un color azul
dsbido & la presencia del colorantej habiendo sido eliminads la
contribucién del color amarillo ds la resina diazoica, Las szonas
no expuestas permanecen de color verde amarillento y esién clara-
mente diferenciadas de las zonas azules,; atacadas por la luz,

Cuando se han hecho los ajustes O6piimos an
la prensa para producir una calidad impresora con la precifn mi-
nima de la cubierta contra la superficie de la placa, la placu
anterior produce copias de mfs de 15.000 linecas y més de 5.000
reproducciones exactas de tamices y tonos medios finos, de una
sola placa. La transferencia de tinta por la placa es infrecuenf
temente igualada y el balance tinta-agua es muy fdcil de mantener
a trav8s de la gsecuencia completa, E1 pH Sptimo de distri‘buidér de
tinta es 3,5-4,5 producieﬁdo una place de overacibn limpia durante
toda la secuencia, incluso con paradas prolongadas, Duranie pe-
rfodos que exceden una hora, el frotamiento con una solucibn en
agua ligeramente acidificada de goma ardbiga facilitard enrolla-
mientos féciles y rdpidcs,

En el ejemplo precedente el peso de recu-—
brimiento ers aproximademente 330 mg/he. Se han preparado pesos
de recubrimiento satisfactorios desde tan bajo como aproximada—
mente 220 mg/m® hasta mds de 22,000 mg/m?, La vida de impresién

en una prensa convencional ajustada adecuadamente estéd en generel

20.4,.72 - 20 =
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en la zona de 150 impresiones por miligramo de peso de recubrimien—
to. Parece ser que la calidad de la estructura de la imagen no eg-
t£ afectada por el espesor del recubrimiento. De es2 forma esta
construceidn descrita aquf es aplicable a todas las longitudes
de operacién de prensa y estd limitada solamente por un tiempo
de exposicién necesario aumentande r4pidamente, para obiener una
conversidn satisfactoria de las cantidades anormalmente elevadas:'f
de sensibilizador diazoico, Asf, con placas de mayor serviclo dé’ :
operacitn de 1,100 mg/in2 o més, la exposicién puede estar por ehi;
cima de 5 mimatos, . -
EJEMPLO 2
Como en el Ejemplo 1 anterior, se prerara-
ron soluciones medre de 5% del producto de condensacifn de parafor-
maldehido y S-nitro-oritotoluensulfonato de p-diazodifenilemina en
2-metoxi~etanol, de Elvamide 8061 en dimetilformamide 2l 5% y de
Azul Neozapén HFL en 2-metoxietanol al 103, Se mezclaron las pore
ciones de las soluciones madre y de los disolventes, a 508(, con

agitacibn, en las cantidades que se indican para proporcionar une

golucifn de recubrimiento segfén se indicas

. .

o,
.,
s

o,
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Cantidad de Cantidad de s6li- Porcentaje de 86

solucién mae

dos en la compo- lidos en el recu-

dre usads sicibn de recu-~ brimiento
brimlento
5 Diagoica 20 gremos 1,00 gramos 50
Poliamida 18 gramos 0,90 gramos 45
Azul Neozapon 1 gramo 0,10 gramos 5
Digolvente Disolvente total en la Composicién
adigional de recubrimiento
10 afindido
2-metoxietanol 29,10 gramos 49 gramos
dime ti1formami
da 31,90 grazmog 49 gramos
COMPOSICION TOTAL DFL RECU-
15  BRIMIENTO 100 gramos

Empleando la composicién de recubrimiento de
este Ejemplo se prepara una placa de impresibn litogriaficas satisfac-
torie de acuerdo con el procedimiento del Ejemplo 1,

EJRMPLO 3

20 Como en el ejemplo 1 anterior, se prepara-

ron soluciones madre del producto de condensacién de paraformaldehido
¥ 2=cloro=5=nitrobencenosulfonato de p~diazodifenilamina en dicloro-
metano al 10% y de Elvamide 8062 (marce registrada) en metanol al
%e Se prepard a pertir de las soluciones madre y de disolvente adi-

25 cional una solucién de recubrimiento mezclando y agitando a 50°C gse-

20.4,72
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Cantidad de Cantidad de s61% Porcentaje de

solucién ma dos en la compo- s6lidos en el

dre usada sicifn de recubri recubrimiento
miento
Diazoica 18 gramos 1,80 gramos 90
Poliamida 10 gramos 0,20 gramos 10

Disolvente Disolvente total en la Coﬁposlciﬁn

adicional .. Qe recubrimiento

afiadido
Diclorometano 47,§ gremos 64 gramos
Metanol 24,20 gramos 34 gramos

COHPOSICION TOTAL DEL RECU-
BRIMIENTO ' 100 gramos

Emﬁleando la composicién de recubrimieqto-de
este ejemplo, se prepara una placa impresora litogréfica satiéfab—
toria de acuerdo con el procedimiento del Ejemplo 1,

EJENPLOS 4-0

Se sometieron placas preparadas en el Ejemplo
1 a revelado en soluciones acuosas de Duponol ME (marca registrada)
de distintas concentraciones en peso con los resuliados indicados

en la tablas

- 23 -
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Ejemplo Concentracifn de Tiempo de revelado

DUPONCOL ME en azua

4 0,008% 5 minutos

5 0,087 1 minuto

6 0,8% 6 ssgundos

T 4,05 3 1/2 segundos
8 8,00 3 segundos

9 30,00 3 segundos

En todos los casos se obtuvo un revelado sa?is—
factorlio, al mismo itiempo que la pérdida de zona de imagen fuéi'
esencialmente nula, 4 concentraciones menores, menos del 0,1% se
necesita una ligera aceién de borrado., Sin embargo, esto no re-
sulte en ninguna pérdida sustancial del recubrimiento poliamida-
diazoico expuesto, Por encima de aproximadamente el 30% en pesn,
hay una formacién sgstancial de gel en el revelador, asf como
de espume, lo que hace indesezbles tales concentraciones,

EJEMPLOS 10-16

Para establecer ¢l efecto ds las varlaciones
en concentracién de las resinas diazoica y de poliamida, se pre-
pararon las formulaciones siguientes, empleando las resinas dia-

zoica y de poliamide del Ejemplo 13

- 24 -



10 11 12 13 14 _15 16

% de diazoica, ba-
sado en la comblng
cibn diazoica=-polia
5 miga 106 2% 3% 505 6% 805 90
gramos de diazoica 1;0 2,5 3,7 5,0 6,3 8,0 9,0
gramos de poliaﬁida 9,0 7,5 6;3 5,0 3;7 2;0 1,0
Cada formulacién contiene los siguiéntss
ingredientes en gramoss

10 Violeta de metilo 0,4

Alcohol tetrahidrofurfurflico 0,7

Formoldehido (soy) 37%4 0,7
letanol 291,8
Metilcellosolve 97,3
15 ,
400,9°

Cada formulacién se recubrié sobre alu-
minio liso tratado con silicato a aproximadamenie 1100-1450 mg/h2.
Les muestras de los Ejemplos 10~16 se comparan medisnie ehsayos
20 de prensa en una prens2 litogréfica convenclonal, hasta el pri-
mer fallo aparente y facilidad de revelado, nuevo y despuds de
envejecimiento acelerado, No se aplicd laca o reforzador de ima-

gen a ninguna de las placas después-del revelado,

20,4.72 - 25 -
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10 11 12 13 —
Ensaro de prensa 0 2,000 3,000 6.000 1
Revelado fresco no pudo re- diffeil lento bueno i
velarse lento
2 horas, temperatura
termfmetro seco
54,42C, temperatura
termbmetro hdmedo
48,8¢C no pudo re- may diffeil diffcil bueno
velarse
T2 horas, temperatu=
re termémetro seco
54,42C, temperatura
termbmetro himedo
43,8e¢C 1no pudo re~ no pudo reve . no pude muy éiff- f
velarse larse revelarse cil
- 20 -



13 14 5 16
6,000 15,000 6.C00 11,0CC
bueno fécil muy ffcil muy f&cil
bueno fieil muy fécil may f2cil
muy diff- T8cil muy fécil my fécil




La presente solicitud, que corresponde a
la presentada en Estados Unidos de América, el 16 de
Abril de 1.971, bajo el ndmero 134.613, se acoge a los
beneficios del art{culo 51 del vigente Estatuto de 1a

Propiedad Industrial.

IEIVINDICACIONES

10

Los puntos de invencién p:i*opia y nueva
aue se presentan para que sean objeto de la P! esente
15 solicitud de latente de Invencidn en Espafia, jor VEIN-
TE afios, son los siguientes:
l4.~ Perfeccionamientos en artfculos ade-
cuados como placas litogrdficas pre-sensibilizadas que
comprenden un substrato dimensionalmente estable, ca-
20 racterizados porque estd dispuesto un recubrimiento
sobre por lo menos una superficie del substrato, cuyo
recubrimiento comprende como mfnimo 50% en peso de una
resina diazoica sensible a la luz y no mds de aproxi-
nadamente 50 en peso de una resina de poiiamida, 50—

25 lubles mutuamonte.
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28, i‘erfeccionamientos de acuerdo con la
reivindicacidn 1, sesiin los cuales dicho substrato es
un metal.
2k,-~ jrerfeccionamientos de acuerdo con la
reivindicacidn 1, semiin los cuales dicho substrato es
papel.
hg.~ rerfeccionamientos de acuerdo con la
reivindiecacidn 1, seﬁﬁn los cuales dicha resina de polia-
mida y dicha resina diazoica son solubles en alcohol.
S5&%e= Verfececicroric. t.: de acuerds con
la veiviadiee ot 1, vy los cuales dicha resina dia-
zoica estd presente hasta una extensién de aproximada-
mente 605 hasta aproximadamente 70% de dicho recubrimienw
to y dicha resina de poliamida estd presente basta una
extensidn de aproximadamente 30% hasta aproximadamente
L% en peso de dicha resina de poliamida.
6&.~ Perfeccionamientos de acuerdo con
la reivindicacién 1, segin los cuales dicha resina poliaw
mida es un copolimero de caprolactama y las Sales hexa-
metilendiamina del fcido adipico y del d£cido sebdcico
y dicha resina diazo es una sal del producto de conden-
sacidn de paraformanldehido y p-diazodifenil-amina.
7%.~ Perfeccionamientos de acuerdo con
la reivindicacién 1, semin los cuales la superficie que

re . -
estd recubierta estd pasivada para que sea hidréfila.

- 28 -
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H28.~ Perfeccionamientos de acuerdo con la
reivindicacifn 7, semin los cuales dicha superficie se
ha pasivado por tratamiento con un silicato soluble.

0f... "Perfeccionamientos introducidos en ar-
ticulos adecuados como placas litogrdficas pre-sensibi-
lizadas"

Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, repreéentado en los dibujos que se acompafan
Yy para los fines que se han especificado.

Esta memoria consta de veintinueve hojas es-

critas a mdquina Por una sola carae.

-1 R60. 1974

. Madrid,

~ PdA,

Amertp de Elzgbutg
o ?ud@ l/a—_:‘
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